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OZNAMENIE KOMISIE EUROPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EUROPSKEMU
HOSPODARSKEMU A SOCIALNEMU VYBORU A VYBORU REGIONOV

EUROPSKA STRATEGIA PRE MIKROELEKTRONICKE
A NANOELEKTRONICKE KOMPONENTY A SYSTEMY

1. Uvob

Mikroelektronické a nanoelektronické komponenty a systémy' si potrebné nielen pre
digitdlne produkty a sluzby, ale podporuju aj inovacie a konkurencieschopnost’ vsetkych
dolezitych hospodarskych odvetvi. Dne$né autd, lietadla avlaky st vdaka svojim
elektronickym suciastkam bezpecnejsie, energeticky ucinnejsie a pohodlnejsie. To isté plati
o vel’kych odvetviach, ako su odvetvia vyrabajuce lekarske a zdravotnicke zariadenia, doméce
spotrebi¢e, energetické siete abezpeCnostné systémy. Preto st mikroelektronika
a nanoelektronika kPadovymi podpornymi technolégiami® asi nevyhnutné pre rast
a zamestnanost’ v Eurdpskej unii (EU).

V tomto oznameni sa stanovuje stratégia na posilnenie konkurencieschopnosti a kapacity rastu
odvetvia mikroelektroniky a nanoelektroniky v Eurdpe. Cielom v stilade s aktualizovanou
priemyselnou politikou® je, aby si Eurépa aj nad’alej udrzala veduce postavenie v navrhovani
a vyrobe tychto technoldgii a aby sa zabezpecil prinos pre celé hospodarstvo.

Tato stratégia zahfiia politické néastroje na regiondlnej a vnutrostatnej irovni a na tirovni EU
vratane finan¢nej podpory vyskumu, vyvoja a inovacii, pristup ku kapitdlovym investiciam
(CAPEX), ako aj zlepSenie alepSie vyuZivanie prisluSnych pravnych predpisov. Stratégia
vychadza zo silnych stranok Eurdpy® a regionalnych klastrov excelentnosti. Dotyka sa celého
hodnotového retazca od materidlov a vyroby zariadeni aZ po néavrh a hromadnu vyrobu
mikroelektronickych a nanoelektronickych komponentov a systémov.

Doélezitost’ tejto oblasti a vyzvy, ktorym &elia zainteresované strany v EU, si vyzaduju
nalichavé aodvazne opatrenia scielom zabezpeCit, ze v eurépskom inovacnom
a hodnotovom retazci nezostane ziadne slabé miesto. Hlavné body, na ktoré sa treba
sustredit’, st tieto:

o prilakat’ a nasmerovat’ investicie na podporu europskeho planu pre priemyselné
veduce postavenie v odvetvi mikroelektroniky a nanoelektroniky;

o vytvorit mechanizmus na urovni EU s cielom skombinovat’ podporu &lenskych
statov, EU a sikromného sektora a sustredit’ ju na vyskum, vyvoj a inovacie v oblasti
mikroelektroniky a nanoelektroniky;

J prijat’ opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti Eurdpy smerom k rovnakym
podmienkam na globalnej urovni, pokial’ ide o Stditnu pomoc, podporit’ rozvoj
podnikania a mal¢é a stredné podniky a vyplnit’ medzery v zru¢nostiach.

V tomto oznameni sa uvadzaji ako mikroelektronika a nanoelektronika a siahaju od nanotranzistorov az
po mikrosystémy integrujice v Cipe viaceré funkcie.

: COM(2012) 341 kong.

COM(2012) 582 final, Silnejsi europsky priemysel v prospech rastu a ozivenia hospodarstva.

Napr. elektronika pre autd, odvetvie energetiky a vyrobné odvetvie.
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2. PRECO EUROPA POTREBUJE MIKROELEKTRONIKU A NANOELEKTRONIKU?

2.1. Délezité odvetvie so znaénym potencidlom rastu a vyraznym hospodarskym
vplyvom

Mikroelektronika a nanoelektronika podporuju znacnt cast’ celosvetového hospodarstva.
S vacsou digitalizaciou buducich vyrobkov a sluzieb bude ich uloha nadalej rast, ako je
nazorne uvedené v nasledujucom texte.

J Globalny obrat v tomto odvetvi dosiahol v roku 2012 priblizne 230 miliard EUR”.
Celosvetova hodnota vyrobkov obsahujucich mikroelektronické a nanoelektronické
komponenty predstavuje priblizne 1 600 miliard EUR.

J Napriek nedavnym finanénym a hospodarskym prekdzkam celosvetovy trh
s mikroelektronikou a nanoelektronikou rastol od roku 2000 tempom 5 % ro¢ne. Pre
zvySnu Cast tohto desatroCia sa ocakdva dalSi rast v prinajmenSom rovnakej
hodnote.

. Tempo inovacii v tejto oblasti je jednou z hlavnych hnacich sil vysokych mier rastu
celého digitadlneho odvetvia, ktoré ma v sucasnosti celosvetovi hodnotu priblizne
3 000 miliard EUR®,

o Odvetvie mikroelektroniky a nanoelektroniky vytvara v Europe 200 000 priamych
pracovnych miest a vy$e 1000000 nepriamych pracovnych miest’ a dopyt po
zrucnostiach neuticha.

o Vplyv mikroelektroniky a nanoelektroniky na celé hospodérstvo sa odhaduje na
10 % celosvetového HDP®,

2.2 Krucdova technologia na rieSenie spoloéenskych vyziev

Mikroelektronika a nanoelektronika nepredstavuji len vypoctova silu v pocitacoch
a mobilnych zariadeniach. Vykonavaji aj snimacie a ovladacie funkcie’, ktoré sa nachadzaju
napriklad v inteligentnych meracoch a inteligentnych sietach na ucely nizSej spotreby
elektrickej energie alebo v implantatoch a domyselnych lekarskych zariadeniach pre lepSiu
zdravotnll starostlivost’ a na pomoc starsim osobam. Su tiez zakladom lepSej bezpecnostnej
ochrany, bezpecnosti a efektivnosti celych dopravnych systémov a monitorovania zivotného
prostredia.

Bez elektroniky dnes nie je mozné uspesne riesit’ ziadnu spolocensku vyzvu.

Statistika svetového trhu s polovodiémi (World Semiconductor Trade Statistics — WSTS), 2012
(http://www.wsts.org/).

Sprava o digitalnom svete (Digiworld report), IDATE 2012 (http://www.idate.org).
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report final en.pdf

Pozri spravu Eurdpskeho priemyselného zdruzenia pre polovodi¢e (European Semiconductor Industry
Association — ESIA) z roku 2008 o konkurencieschopnosti s nazvom Zvladnutie inovacii, ktoré tvoria
buducnost’ (Mastering Innovation Shaping the Future),
(https://www.eeca.eu/data/File/ESIA_Broch CompReport Total.pdf).

Snimac je akékol'vek zariadenie, ako napriklad teplomer, ktoré zistuje fyzikalny stav v okolitom svete.
Ovladace su zariadenia, ako napriklad spinace, ktoré vykonavaju funkcie, ako je zapnutie a vypnutie
veci alebo uskutoénenie zmien v operacnom systéme.
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3. MENIACE SA PRIEMYSELNE PROSTREDIE PRE MIKROELEKTRONIKU
A NANOELEKTRONIKU

3.1. Technologicky pokrok poskytuje nové prileZitosti

Dve hlavné linie charakterizuju technologicky rozvoj a stimuluji podnikatel'sk(i zmenu.
V prvej linii pokracuje miniaturizdcia komponentov na urovni nanocastic podla
medzinarodného planu technologického rozvoja uréeného priemyslom'. Téato linia sa nazyva
»intenzivnej$ie uplatnenie Moorovho zakona“ (,,more Moore*) aje zamerana na vysSiu
vykonnost’, niz$ie naklady a mensiu spotrebu elektrickej energie''.

Druha linia sa zameriava na diverzifikaciu funkcii Cipu integraciou mikroprvkov, ako st
vykonové tranzistory a elektromechanické spinace. Tato linia sa nazyva ,,viac ako Moorov
zdkon*“ (,,more than Moore“). Tato linia je zdkladom inovacii v mnohych dolezitych
oblastiach, ako su napriklad hospoddrne budovy, inteligentné mesté a inteligentné dopravné
systémy.

Viac ako Moorov zikon: diverzifikacia

PR : snimace
analogovy / RF VVN el. energia
130 nm 00
90 nm

65 nm

Spracovanie
45nm informacii

32nm | Digitalny obsah
System-on-Chip
22 nm (SoC)

Moorov zakon: miniaturizacia

Zékladné CMOS: CPU, pamiit, logika

Okrem toho sa skimaji uplne nové, prevratné technologie a Struktury. To sa Casto oznacuje
ako linia ,za hranicami CMOS“ (.,beyond CMOS*“)'2. Tato linia si vyZaduje
multidisciplindrny  vyskum, dokladné pochopenie fyziky achémie a excelentnost
Vv strojarstve.

Priemysel okrem toho v zaujme zniZenia vyrobnych nakladov postupne zvysSuje aj velkost
nosného materialu’® na vyrobu mikroelektroniky a nanoelektroniky. Na takéto zmeny
vyrobnych noriem st potrebné obrovské investicie do vyskumu, vyvoja a inovacii a CAPEX.

Medzinarodny technologicky plan pre polovodice (International Technology Roadmap for
Semiconductors — ITRS), (http://www.itrs.net).

Moorov zakon: zdvojnasobenie vykonnosti v pomere k nadkladom kazdych 18 az 24 mesiacov.
Dopliiujuci sa kov-oxid-polovodic (Complementary metal-oxide-semiconductor — CMOS) je
Standardna technolégia vyroby integrovanych obvodov vramci linie ,intenzivnejSieho uplatnenia
Moorovho zékona®.

Mikroelektronické a nanoelektronické Cipy sa vyrdbaju na okrihlom nosnom materidli nazyvanom
wafer (dosticka). Za sebou nasledujice generacie technologie sa odliSuju priemerom waferov, na
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3.2 ZvySovanie nakladov na vyskum, vyvoj a inovacie a konkurencnejsie prostredie
v oblasti vyskumu, vyvoja a inovacii

Dal$ia miniaturizacia znamena zvysujuce sa naklady na vyskum, vyvoj a inovacie a CAPEX.
Intenzita vyskumu, vyvoja a inovéacii v odvetvi mikroelektroniky a nanoelektroniky sa zvysila
z 11 % v roku 2000 na 17 % v roku 2009'*. Zd4 sa, Ze tento trend pokraduje. Takéto vysoké
investicie mozno udrzat len prostrednictvom hromadnej vyroby.

V odvetvi prebieha konsolidacia. Mohlo by to viest’ k situdcii, Ze na celom svete zostane len
niekol’ko subjektov a v Europe mozno Ziadny. Odhaduje sa, Ze jedna spoloCnost’ vyrabajiuca
polovodice potrebuje ziskat’ podiel na celosvetovom trhu vo vyske 10 %, aby mohla zachovat’
objem investicii a tak drzat’ krok s technologickym vyvojom.

V dosledku toho vznikaju globéalne aliancie medzi spolocnostami, napr. aliancia IBM so
sidlom v New Yorku pre technologiu waferov s priemerom 300 mm a konzorcium Global 450
(Global 450 Consortium) zamerané na prechod na wafery s priemerom 450 mm. V Eurdpe sa
technologicky vyvoj d’alSej generacie sustred’'uje v poprednych vyskumnych centrach, ako st
LETI", Fraunhofer'® a imec'’, ktoré izko spolupracuji s priemyselnymi subjektmi. Samotny
vyskum ma oraz globalnejsi charakter, pricom Azia sa stava sidlom drzitelov patentov
a kvalifikovanej pracovnej sily.

3.3. Nové podnikatel’ské a vyrobné modely

Priemyselné prostredie mikroelektroniky a nanoelektronicky sa vyrazne meni s vyraznym
presunom hromadnej vyroby do Azie, ku ktorému dochadza v poslednych 15 rokoch'®.
Celkovo vyroba v Eurdpe klesla v roku 2011 na menej ako 10 % svetovej vyroby. Napriek
silnym strankam americkych spolo¢nosti v tejto oblasti sa len 16 % vyroby realizuje
v Spojenych $tatoch.

Zvysené ndklady na zriadenie vyrobnych podnikov (,.fabs*) sposobili, Zze finan¢né stimuly
udelené izemnymi organmi sa stali délezitym prvkom pri rozhodovani o tom, kde vybudovat’
nové kapacity. Daflové prazdniny, pozemky, lacna energia a iné stimuly zohravaji podstatnt
tlohu, rovnako ako aj dostupnost’ kvalifikovanej pracovne;j sily'’.

ktorych sa vyrabajii. Sucasna vyroba sa uskutoéniuje najmé na waferoch velkosti 200 mm a 300 mm.

Dalsia velkost waferov bude 450 mm. Dokument OECD:
14 Vyhliadky informacnych technologii (Information Technology Outlook),
(http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdinformationtechnologyoutlook2010.htm).
LETI je institit CEA, franclizskej vyskumnej a technologickej organizacie. Specializuje sa na
nanotechnologie a ich pouzitia, od bezdrotovych zariadeni az po biologiu, zdravotnictvo a fotoniku,
(http://www-leti.cea.fr).
Nemecka spoloc¢nost’ Fraunhofer-Gesellschaft vykonédva aplikovany vyskum s priamym uzitkom pre
sukromné a verejné podniky a rozsiahlym prinosom pre spolo¢nost’. Niektoré inStituty sa zameriavaju
na integrované obvody a systémy. (http://www.fraunhofer.de).
Belgicky imec realizuje celosvetovo popredny vyskum v oblasti nanoelektroniky, pricom vyuZziva
vedecké poznatky pomocou globalnych partnerstiev v oblasti IKT, zdravotnictva a energetiky
(http://www.imec.be).
Napr. kapitalové vydavky korejskych spolo¢nosti sa zvysili z 13 % v roku 2005 na 27 % v roku 2012.
Pozri dokument Zdruzenia polovodi¢ového priemyslu (Semiconductor Industry Association — SIA) s
nazvom Zachovanie konkurencnej vyhody Ameriky: vladne politiky ovplyviiujuce vyskum a vyvoj a
vyrobnu Cinnost’ polovodicového priemyslu (Maintaining America's Competitive Edge: Government
Policies Affecting Semiconductor Industry R&D and Manufacturing Activity), marec 2009,
(http://www.semiconductors.org/clientuploads/directory/DocumentSIA/Research%20and%20Technolo
gy/CompetitivenessWhite Paper.pdf).
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Dalgim déleZitym trendom je vzostup tzv. modelu foundry (zakazkové tovarei)™’. Zakazkové
tovarne sa vo velkej miere vyvinuli v Azii a v su¢asnosti predstavujii uz 10 % celosvetovej
vyroby elektronickych komponentov. V suvislosti s tym rastie pocet spolo¢nosti, ktoré
nevlastnia Ziadne tovarne (,fabless*)*' a ktoré maji prijem z predaja navrhov &pov. Tieto
spolo¢nosti bez tovarni nemaji bez vyroby vysoké financné rezijné naklady, aké maju
vyrobné spolo¢nosti.

Bezpecny pristup k vyrobnej kapacite sa v§ak v budicnosti méze stat’ problematickym, ked’ze
zékazkové tovarne rozsiruju svoju ponuku o ndvrh a vyrobu prototypov, co im mdze pomoct’
poznat' konecné vyrobky. V zdujme minimalizacie rizika maji niektoré spolocnosti, ktoré
robia vlastné ndvrhy, vlastné obmedzené vyrobné linky [tzv. model fab-lite (odl'ahcend
vyroba)].

34. Vyrobcovia zariadeni vlastnia kPi¢ové prvky hodnotového ret’azca

Pokrok v oblasti d’alSej miniaturizacie a zvySenej funkénosti Cipov nie je mozny bez rozvoja
vyrobnych zariadeni. Vyrobcovia zariadeni sa stali kI'i€ovou stucastou hodnotového retazca,
¢o sa prejavuje ich vyznamnou ulohou v medzinarodnych technologickych alianciach.

4. SILNE A SLABE STRANKY EUROPY

4.1. Priemysel Struktirovany okolo centier excelentnosti a SirSie dodavatel’ské
ret’azce pokryvajuce celia Euréopu

Podobne ako vo zvysku sveta sa aj eurdpsky mikroelektronicky a nanoelektronicky priemysel
sustred’uje okolo vécsich regionalnych vyrobnych a ndvrharskych lokalit. V regidonoch blizko
Drazd’an (DE), Grenoblu (FR) a Eindhovenu resp. Leuvenu (NL-BE) sa nachadzaju tri hlavné
vyskumné avyrobné centrda so zvySenou Specializdciou v jednej ztroch oblasti:
»intenzivnej$ie uplatnenie Moorovho zakona®, ,,viac ako Moorov zikon*“ a zariadenia
a materialy. Okrem toho sa v regiéne Dublinu (IE) nachadza velka eurdpska vyrobna lokalita
mikroprocesorov a Cambridge (UK) je napr. sidlom spoloc¢nosti, ktora ma vedice postavenie
v navrhovani mikroprocesorov s nizkou spotrebou elektrickej energie, ktoré st sucastou
vacSiny sucasnych mobilnych zariadeni a tabletov.

Toto zoskupovanie do klastrov a regionalna Specializacia st dolezité pre buduici rozvoj tohto
odvetvia. Ten vSak zavisi od Sirokého rozpdtia dodavatel'ského retazca v celej Eurdpe. Zahiiia
to relativne malé, ale vysoko inovacné a Specializované klastre, ako st napriklad regiony
Grazu a Viedne (AT), Miléna a Catanie (IT) alebo regién Helsink (FI).

Europa je sidlom troch velkych pdvodnych mikroelektronickych a nanoelektronickych
spolo¢nosti, ktoré sa v rebricku celosvetového predaja v roku 2012 umiestnili na 8. mieste
(STMicroelectronics), 10. mieste (Infineon) a 12. mieste (NXP). Europa prilédkala aj niekol’ko
vyznamnych zahrani¢nych spolocnosti, ktoré investujii v Eurdépe (napr. GlobalFoundries
a Intel). Vyrobe mikroelektroniky a nanoelektroniky v Eurépe d’alej poskytuje sluzby vysoko
konkurenény a rozSireny hodnotovy retazec aekosystém spolo¢nosti vratane mnohych
malych a strednych podnikov. Hlavné vyrobné lokality sidlia v regionalnych klastroch, ako
bolo spomenuté v predchadzajicom texte.

20 Zakazkova tovarenn (foundry) je spoloCnost, ktora vlastni tovarne a poskytuje vyrobné sluzby

zékaznikom, ktori nemaju tovarne.
Spoloc¢nost’ ,,fables* navrhuje svoje vlastné komponenty, ale dodéavatel'sky si obstarava ich vyrobu
u poskytovatel’a sluzieb (foundry).

21
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4.2. Vedice postavenie na hlavnych vertikalnych trhoch, takmer Ziadne zastipenie
v niektorych vel’kych segmentoch

Europa nema takmer zZiadne zastiipenie vo vyrobe pocitacovych komponentov a komponentov
spotrebitel'skych technologii, ktoré predstavuju velkt cast’ celkového trhu. Vediucu ulohu
vSak zohréva v odvetvi elektroniky pre automobilovy priemysel (~50 % celosvetovej vyroby),
energetickych aplikacii (~40 %) a v oblasti priemyselnej automatizacie (~35 %). Eurdpa je
stale silnd, aj pokial’ ide o navrhovanie elektroniky pre mobilné telekomunikacie.

Europske spolocnosti vratane velkého poctu malych a strednych podnikov maju celosvetové
veduce postavenie v odvetvi inteligentnych mikrosystémov, ako su zdravotnicke implantaty
a snimacie technolédgie. Hoci v si€asnosti st to Specializované trhy, ide o odvetvia s vysokym
rastom (zvy&ajne viac ako 10 % ro¢ne). DalSou vyznamnou prednostou je eurdpske vedice
postavenie na rychlo rasticom trhu komponentov s nizkou spotrebou elektrickej energie.

4.3. Nepopieratel’'né vedice postavenie Europy v oblasti materialov a zariadeni

V Europe je niekolko najvyznamnejSich dodévatel'ov zariadeni a materidlov vratane napr.
spolo¢nosti ASML a SOITEC, ktoré maji na prislusSnom svetovom trhu zna¢ny podiel. Tieto
spolocnosti sa spoliehaji na mnohych dodavatel'ov so sidlom v celej Europe, z ktorych mnohi
su malé a stredné podniky. Tito eurdpski dodavatelia zariadeni a materidlov jedineCnym
spdsobom ovladaju vel'mi sofistikované technologie, ktoré siahaju od optiky a laserov az po
jemnt mechaniku achémiu. Ich uloha pri napredovani v oblasti mikroelektroniky
a nanoelektroniky je vyznamna a vSeobecne uzndvana, ¢oho dokazom je napr. neddvna
strategickd investicia vyznamnych spoloénosti vyrabajicich polovodice do ASML*,

4.4. Investicie spolo¢nosti EU sii nad’alej pomerne skromné

Hoci v absolutnych ¢islach st investicie eurdpskych spolo¢nosti vysoké (radovo miliardy
eur), vporovnani sinvesticiami vinych castiach sveta si stidle pomerne skromné.
Podnikatel'ska atraktivita Eurépy vSak v kazdom pripade ostdva vysoka s oh'adom na vel'kost
jej spotreby, ktora predstavuje vySe 20 % svetového trhu. Buduce investicie do vyroby
elektroniky v Eurdpe vSak nie st zarucené. Hospodarska sutaz s ostatnymi regionmi na svete
je tvrda.

Verejné investicie do vyskumu, vyvoja a inovécii, ako aj politiky na prildkanie stikromnych
investicii st v ramci celej EU stale velmi roztriestené aj napriek pokroku, ktory sa dosiahol
v poslednych piatich rokoch. To je v ostrom protiklade so skuto¢nost'ou, ze eurépsky vyskum,
vyvoj ainovacie v oblasti mikroelektroniky a nanoelektroniky st na svetovej urovni a su
vel'mi atraktivne pre medzinarodné subjekty.

5. DOTERAJSIE EUROPSKE USILIE
5.1. Regionalne a vnutroStatne usilie posiliiuje klastre excelentnosti

Najma pocas poslednych 15 rokov sa na regionalnej trovni vynalozilo zna¢né usilie zamerané
na vybudovanie priemyselnych a technologickych klastrov v prislusnej oblasti.
NajuspesnejSie klastre su vysledkom dlhodobych nepretrzitych stratégii, v ktorych sa
kombinuju rdzne politiky, ako st danové stimuly, investicie do vyskumu, vyvoja a inovéacii vo
verejnych laboratoriach, intenzivna spolupraca priemyslu a akademickej obce, infrastruktira
na svetovej urovni, kritické pokrytie hodnotového retazca a dynamické podnikatel'ské
prostredie. Dostupnost’ zru¢nosti a vedomosti je pre tuto oblast’ rovnako dolezita.

2 Pozri http://www.asml.com/asml/show.do?ctx=5869&rid=46974 — , Ako sucast’ programu Intel, TSMC

a Samsung jednotlivo nadobudnii podiely spolocnosti ASML, ktoré spolocne zodpovedaju
mensinovému podielu v ASML vo vyske 23 %, ktory ma hodnotu 3,85 miliardy EUR v hotovosti.*
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Vzhl'adom na vyzvy, ktoré ma toto odvetvie pred sebou, vratane rasticich ndkladov na
vyskum, vyvoj ainovacie, silnej celosvetovej hospodarskej sitaze a naruSenia niektorych
klucovych casti hodnotového retazca v Eurdpe (napr. vo faze balenia komponentov do
systémov), je nevyhnutnd omnoho uZSia spoluprdca v radmci hodnotovych retazcov
a v inovaénych ekosystémoch na arovni EU.

5.2. Rastice a koordinovanejsie investicie do vyskumu, vyvoja a inovacii na drovni
EU

Investicie do vyskumu, vyvoja ainovécii v oblasti mikroelektroniky a nanoelektroniky su
sucast’ou programov EU pre vyskum a vyvoj uz od ich vzniku. Program EUREKA ma4 takisto
velky vyskumny klaster v oblasti mikroelektroniky a nanoelektroniky™ .

Po 10 rokoch stagnacie podpory EU pre vyskum, vyvoj a inovacie v tejto oblasti** sa zacal
vroku 2011 postupny rast podpory priblizne o020 % ro€ne, o vroku 2013 vyustilo do
rozpo¢tu vo vySke viac ako 200 milibnov EUR. Komisia, ¢lenské Staty a sikromné
zainteresované subjekty spustili spolu v roku 2008 verejno-sukromné partnerstvo vo forme
spolo¢ného podniku® (spoloény podnik ENIAC) s ciefom sustredit’ sa na usilie v oblasti
vyskumu, vyvoja a inovacii a vybudovat’ kritické mnoZstvo. Spolo¢ny podnik ENIAC ma do
konca roka 2013 investovat’ verejné a sukromné prostriedky vo vyske viac ako 2 miliardy
EUR do vyskumu, vyvoja ainovdacii, priom v siedmom ramcovom programe sa do
mikroelektroniky a nanoelektroniky investovala priblizne 1 miliarda EUR.

5.3. Prelomové tspechy v technologiach, ale medzery v inova¢nom ret’azci

Podpora EU zamerana na vyskum, vyvoj a inovécie sa ststred'uje na pripravu na d’alsie dve
genercie technologii’®. Priemysel prostrednictvom tychto programov drzal krok so
Spickovym vyvojom v oblasti pokracovania miniaturizdcie. Prostrednictvom tychto
programov sa vyvinuli aj domyselné inteligentné systémy, ktoré sa v sucasnosti vyuzivajl
napriklad v autach alebo zdravotnickych systémoch.

Z programov EU v oblasti vyskumu, vyvoja a inovacii sa vSak doteraz podporovali najmi
rané fazy inova¢ného procesu, t. j. preverenie technolégii po laboratornu tiroveii’. Logickym
zamerom bolo ponechat’ dalSie kroky stvisiace s priblizenim ku kone¢nému vyrobku na
odvetvie, kedze tieto kroky si vyZaduju vel'ké investicie. Tento pristup viedol k jasnym
medzeram v inovaénom retazci. Aby bola podpora vyskumu ainovécii v tejto oblasti
efektivna a prekonala tzv. dolie smrti, musi sa Coraz viac zameriavat' na cely inovacny
retazec a prekroCit’ hranice spolocnosti, regionu alebo ¢lenského Statu.

Spoloény podnik ENIAC nedavno vyzval na vyrobu pilotnych liniek zameranych
predovsetkym na tieto vysSie urovne technologickej vyspelosti. Silny zadujem, ktory prejavili
sukromné zainteresované subjekty a verejné organy o podporu tychto pilotnych liniek,
dokazuje ich strategicky vyznam.

23
24

http://www.catrene.org/

Priblizne 130 miliénov EUR ro¢ne.

. Na zaklade ¢lanku 187 ZFEU.

2 Podl'a medzinarodného technologického planu pre polovodi¢e (International Technology Roadmap for
Semiconductors — ITRS), http://www.itrs.net.

Urovne pripravenosti technoldgie (Technology Readiness Levels — TRL) sa pouzivajii na posudenie
vyspelosti vyvijajicich sa technologii. Urovne 1 az 4 zvycajne odkazujii na rané fazy vyskumu
avyvoja, zatial Co urovne 5 az 8 oznaCuji vyrobu prototypov akonkrétne preverenie systému
v prevadzkovom prostredi.
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6. CESTA VPRED — EUROPSKA PRIEMYSELNA STRATEGIA

Navrhovana stratégia vychddza z eurdpske;j iniciativy o kI'a€ovych podpornych technoldgiach
a z navrhu programu Horizont 2020* pre vyskum, vyvoj a inovacie. Zameriava sa viak na
opatrenia, ktoré su Specifické pre vyzvy, ktorym celi odvetvie mikroelektroniky
a nanoelektroniky.

6.1. Ciel’: zvratit’ pokles podielu EU na strane svetovej ponuky

Europa si nemoze dovolit’ stratit’ schopnost navrhovat a vyrabat mikroelektroniku
a nanoelektroniku. To by ohrozilo velké casti hodnotovych retazcov vyznamnych
priemyselnych odvetvi aobralo Europu o zakladné technoldégie potrebné na rieSenie
spolocenskych vyziev.

Vzhl'adom na Siroku Skalu buducich prilezitosti a vyziev, ktorym priemysel Celi, je teraz
naliechavo dolezité zintenzivnit' a skoordinovat' vSetko relevantné verejné usilie v celej
Eurépe. Priemyselnd stratégia by mala zaistit ndvrat krastu av priebehu desatrocia
dosiahnut’ v EU troveii vyroby, ktora sa bliZi jej podielu na svetovom HDP. Konkrétne ciele
su tieto:

. zabezpeCit® dostupnost’ mikroelektroniky a nanoelektroniky, ktoré st potrebné pre
konkurencieschopnost’ kI'aicovych odvetvi v Eurdpe;

J prildkat’ vicsie investicie do vyspelej vyroby v Eurdpe a posilnit’ priemyselna
konkurencieschopnost’ v celom hodnotovom ret'azci od navrhu az po vyrobu;

. udrzat’ veduce postavenie v dodavani zariadeni a materidlov a v oblastiach, ako su
,»viac ako Moorov zdkon* a energeticky ¢inné komponenty;

o dosiahnut’ vedice postavenie v oblasti navrhovania Cipov na trhoch s vysokym
rastom, predovsetkym v oblasti navrhovania komplexnych komponentov.

6.2. Zameranie na silné stranky Europy, budovanie a posilnenie vedicich klastrov
Europy

Ako je uvedené v predchadzajicom texte, k eurdpskym prednostiam v mikroelektronike
a nanoelektronike patria vynikajuca vyskumna akademicka obec a priemyselné veduce
postavenie na vertikdlnych trhoch. NavySe, ked’ sa Eurdpa posudzuje ako celok, v
kompletnom hodnotovom retazci ma silné priemyselné a technologické zastiipenie vratane
zariadeni, materidlov, vyroby, navrhovania, ako aj silného odvetvia koncovych uzivatel'ov.

Vyuzitim tychto silnych stranok a mobilizaciou potrebnych zdrojov by sa z Eurdpy mal stat’
hlavny hra¢ v odvetvi mikroelektroniky a nanoelektroniky. Mobilizdcia zdrojov si bude
vyzadovat’ zladenie opatreni na regionalnej, vnutrosStatnej a eurdpskej trovni. Vytvori sa tak
dovera a bude sa stimulovat’ obnova a rast vyrobnej kapacity v Europe.

Doéraz sa kladie na posilnenie a vytvaranie excelentnosti vyskumnych a technologickych
organizacii z hl'adiska vybavenia a persondlu. Mali by to byt tie sprdvne miesta pre
talentovanych inzinierov a vyskumnych pracovnikov v tomto odvetvi, v centre ekosystémov
na prildkanie sikromnych investicii do vyroby a navrhovania. Na maximalizaciu navratnosti
investicii a zabezpecenie excelentnosti bude potrebny d’alsi pokrok smerom k doplnkove;j
Specializacii a silnejSej spolupraci medzi hlavnymi vyskumnymi a technologickymi
organizaciami, ¢o je kI'iCove pre uspech v sulade so stratégiou inteligentnej $pecializacie™
EU.

= COM(2011) 809 kong.
» http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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V zaujme zaistenia d’alSieho rozsirenia elektroniky vo vsetkych priemyselnych odvetviach
a vyuzitia prilezitosti vyplyvajucich z prace zahfnajucej viaceré odbory by sa mala posilnit’
uzSia cezhrani¢na a medziodvetvova spolupraca, ato aj vratane spoluprace s odvetviami
koncovych pouzivatel'ov.

6.3. Vyuzitie prileZitosti vznikajicich v nekonvenénych oblastiach a podpora rastu
malych a strednych podnikov

Malé a stredné podniky zohravaju kl'a¢ovia tlohu vo vyvijajucich sa oblastiach, ako st plasty
a ekologickd elektronika, inteligentné integrované systémy, a vo vSeobecnosti v oblasti
navrhovania. Preto je dolezitym cielom lepSie integrovat malé a stredné podniky do
hodnotovych retazcov a poskytnut’ im pristup k najmodernejSim technolo6gidm a zariadeniam
na vyskum, vyvoj a inovacie. Podpora pre centrd excelentnosti, ktoré pomahaji zabudovat
mikroelektroniku a nanoelektroniku do vSetkych typov vyrobkov a sluzieb, bude nevyhnutné
na stimuléciu inovacii v celom hospodarstve a najmi v netechnologickych malych a strednych
podnikoch.

Partnerstvd na urovni EU medzi odvetviami koncovych pouZivatelov, verejnymi organmi
a dodéavatel'mi (vel'kymi a malymi) mikroelektroniky a nanoelektroniky pomo6zu otvorit’ nové
oblasti vysokého rastu, ako su elektrické vozidla, energeticky hospodarne budovy
a inteligentné mesta a vSetky typy mobilnych webovych sluzieb.

7. OPATRENIA
7.1. Smerom k euréopskemu strategickému planu pre investicie v tejto oblasti

Cielom je prildkat’ vdcsie verejné a sikromné investicie a nasmerovat ich k realizécii planu
na dosiahnutie veduceho postavenia priemyslu.

Uroveri verejnych a sikromnych investicii bude zodpovedat velkosti vyzvy. Zdmerom je
dosiahnut celkové verejné a sitkromné investicie do vyskumu, vyvoja a inovdcii na virovni EU,
vnutrosStdtnej a regiondlnej urovni vo vySke viac ako 1,5 miliardy EUR rocne, t. j. celkovy
rozpocet viac ako 10 miliard EUR v priebehu siedmich rokov.

Komisia bude na tento ucel viest' dialég so zainteresovanymi subjektmi a zriadi skupinu
veducich predstavitelov v oblasti elektroniky na vypracovanie a podporu vykonavania
eurdpskeho priemyselného strategického planu, ktory bude zalozeny na silnych strankach
Europy a bude pokryvat’ tri dopliiujuce sa linie:

o Rozvoj technologickej linie ,,viac ako Moorov zdkon* v oblasti waferov velkosti 200
mm a 300 mm. Eurdpe to umozni udrzat’ a rozsirit’ jej veduce postavenie®® na trhu,
ktory predstavuje priblizne 60 miliard EUR ro¢ne a rastie rychlostou 13 % rocne.
Bude to mat’ priamy vplyv na tvorbu pracovnych miest s vysokou hodnotou, a to
najmé v malych a strednych podnikoch.

J Dalsie napredovanie technol6gii v linii ,,intenzivnejsie uplatnenie Moorovho zakona*
s cielom maximalnej miniaturizacie waferov vel'kosti 300 mm. Investicie by Eurdpe
mali umoZnit’ postupné zvySovanie vyroby na tomto trhu, ktory predstavuje viac ako
200 miliard EUR’".

. Rozvoj novej vyrobnej technolodgie tykajicej sa waferov velkosti 450 mm. Investicie
prospeju najprv vyrobcom zariadeni a materidlov v Eurdpe, ktori st dnes lidrami na

Vyroba v Eurdpe v tejto linii v sii¢asnosti predstavuje viac ako 30 % svetovej hodnoty.
Podiel Eurdpy na vyrobe je priblizne 9 %, Europa vsak stile vedie v pretekoch o miniaturizaciu
v technologii.
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trhu v hodnote priblizne 40 miliard EUR roc¢ne, a v priebehu piatich az desiatich
rokov zabezpecia celému priemyslu jasnu konkuren¢nu vyhodu.

Tento pldn sa stanovi najneskdr do konca roka 2013 ako subor konkrétnych opatreni
predovsetkym na posilnenie eurdpskych klastrov excelentnosti vo vyrobe a navrhovani (pozri
oddiel 4.1) ana zabezpeCenie otvorenosti partnerstvam a aliancidm v celom hodnotovom
retazci. Opatrenia verejného sektora, Europskej komisie, ¢lenskych Statov a regionalnych
organov budu pozostavat’ z tychto opatreni:

. Podporovanie vyskumu, vyvoja ainovacii prostrednictvom inStitucionalneho
financovania alebo grantov na opatrenia prijaté na zdklade planu. Budi sa
mobilizovat’ sustredené a koordinované intervencie®” na tvorbu kritického mnozstva
a maximalizaciu navratnosti investicii.

J Rozvoj modernej vyrobnej a pilotnej infrastruktury na vyplnenie medzery
v inova¢nom ret'azci a spojenie navrhu so skutoénym vyuzitim, ato v partnerstve
s priemyslom a pri podpore inovacii.

. Urlah¢enie pristupu k financovaniu CAPEX prostrednictvom tuverov a vlastného
majetku, najma regionalnych fondov a inovacnych programov Europskej investi¢nej
banky (EIB). Europska komisia v tejto suvislosti podpisala s EIB vo februari 2013
memorandum o porozumeni, v ktorom uviedla, ze klI'ai¢ové podporné technologie su
prioritou pre investicie.

Komisia pripravi podmienky pre priemyselné odvetvie, aby mohlo nadvdzovat spolupracu
v celom hodnotovom retazci a aby vypracovalo a pravidelne aktualizovalo prislusny plan.
Clenské staty, regionalne organy a Eurdpska komisia individualne a/alebo spoloéne podporia
plan, a to aj prostrednictvom spolo¢nej technologickej iniciativy a iniciativy EUREKA. Zaisti
sa tym najlepSie vyuzitie regionalnych Strukturdlnych fondov vratane inteligentnej
Specializacie medzi cielovymi klastrami a vyuzitie financnych ndstrojov naplanovanych
v ramei europskych $trukturalnych a investiénych fondov (fondy ESI)™.

Priemysel sa bude venovat’ zachovaniu a rozSireniu navrharskych a vyrobnych cinnosti
v Europe a s pomocou vyskumnych a technologickych organizacii a akademickej obce bude
pravidelne aktualizovat plan scielom drzat krok s dynamikou trhu a technologickym
vyvojom.

7.2. Spoloc¢na technologicka iniciativa: tripartitny model pre vel’ké projekty

Eurdpska komisia navrhne spoloént technologicku iniciativu®* na zaklade ¢lanku 187 ZFEU,
v ktorej sa spoja zdroje na projektovej urovni na podporu cezhrani¢nej spoluprace priemyslu
a akademickej obce vo vyskume, vyvoji a inovaciach. Navrhom nariadenia Rady na zriadenie
spolocného podniku sa nahradia dva existujice spolocné podniky pre vstavané pocitacové
systémy (ARTEMIS) a nanoelektroniku (ENIAC), ktoré sa zriadili v siedmom ramcovom
programe. Nova spolo¢na technologickd iniciativa bude v rdmci programu Horizont 2020
v suvislosti s vyzvou ,,Vedlce postavenie v ramci podpornych a priemyselnych technologii*
pokryvat’ tri hlavné prepojené oblasti:

J navrhovanie technoldgii, vyrobné postupy a integracia, zariadenia a materidly pre
mikroelektroniku a nanoelektroniku;

32
33
34

Z programov na regionalnej, vnitro§tatnej Girovni a na tirovni EU.
http://s3platform.jrc.ec.europa.cu/home

Vplyv navrhu bude opisany v postudeni vplyvu. Vplyv na rozpocet bude uvedeny v legislativnom
a finan¢nom vykaze.
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. postupy, metody, néstroje a platformy, referencné navrhy a architektary pre
vstavané/kyberneticko-fyzikélne systémy;

. multidisciplindrne pristupy pre inteligentné systémy.

A
Vykonavanie v
L Vykonava
spolocnej
- Kapitalovo technologickej
(8] ' V\/ ] .
2 néroén\!vvskum, iniciative
4 vyvoj
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£ Priemyslom demonétraéné
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[J]
§ aplikédcie
Paneuréae‘sl:aé?gvééres Vykonéva nie v
hednetenie,
Pekrekly wokum infrastruktdra, programe
A Ravrharske sluiby ~
HoPzont 2020
2 3 4 5 b 7 8 9
Basic E Successful
Principles Concept Proof of Valldation misslon
Observed d | Concept In lab operations

< ..................................... > < .......................

Nova spolo¢nd technologicka iniciativa bude vychadzat zo skusenosti ziskanych zo
stasnych spoloénych technologickych iniciativ’® a poskytne zjednodusent Strukturu
financovania. Prostrednictvom nej sa budu podporovat najmid kapitdlovo intenzivne
opatrenia®®, ako su pilotné linky alebo velké demonstraéné projekty na vysSej urovni
pripravenosti technologie az po uroven 8, ako je znazornené na obrdzku. Tieto opatrenia si
budi vyzadovat' tripartitny model financovania s ucastou Eurdpskej komisie, ¢lenskych
Statov a priemyslu a pomo6Zzu zladit’ prislusné investicné stratégie v celej Eurdpe. Vykonavanie
sa bude riadit’ zasadami programu Horizont 2020 a bude v sulade s prierezovym pracovnym
programom pre klacové podporné technologie na posilnenie vzajomného vyuzitia medzi
réznymi kI'ai¢ovymi podpornymi technolégiami.

Podporu pre spoloéni technologicka iniciativu doplni financovanie EU v prospech
technologického vyskumu a vyvoja a inova¢nych opatreni zameranych predovsetkym na malé
astredné podniky. Bude to =zahfiiat vyskum, vyvoj ainovécie v novych oblastiach
mikroelektroniky a nanoelektroniky (pozri oddiel 6.3) vratane oblasti, ktoré si vyzaduju
kombindciu viacerych kli€ovych podpornych technologii, ako su progresivne materialy,

priemyselna biotechnolégia, fotonika, nanotechnoldgia a vyspelé vyrobné systémy”’.

Komisia prostrednictvom novej spolo¢nej technologickej iniciativy d’alej preskiima, ako
zjednodusit’ a urychlit’ schvalenie Statnej pomoci aj prostrednictvom projektu spolo¢ného
eurdpskeho zaujmu podl'a ¢lanku 107 ods. 3 pism. b) ZFEU.

» Prvé priebezné hodnotenie spolo¢nych technologickych iniciativ.z ARTEMIS a ENIAC, 2010,

http://ec.europa.eu/dgs/information_society/evaluation/rtd/jti/artemis_and eniac evaluation report fina
l.pdf.

Podpora z verejnych zdrojov pre pilotné linky v spolo¢nom podniku ENIAC sa v stcasnosti pohybuje
na urovni od 50 do 120 miliénov EUR na jedno opatrenie.

3 Pozri COM(2012) 582 final, oddiel IILA ods. 1 bod ii).

36

12

SK



SK

7.3. Budovanie a podporovanie horizontilnych opatreni zameranych na
konkurencieschopnost’

Pristup k vysoko kvalifikovanym inzinierom a technikom a k absolventom s vysoko
kvalitnym vzdelanim je nevyhnutny na prildkanie stkromnych investicii do odvetvia
elektroniky. Podobne ako vcelom odvetvi IKT, aj voblasti mikroelektroniky
a nanoelektroniky je zvicSujuca sa medzera v zru€nostiach anestlad medzi ponukou
zruénosti a dopytom po nich. Komisia bude pokracovat v podporovani digitalnych
kompetencii pre priemysel prostrednictvom iniciativy pre elektronické zruc¢nosti a nedavno
spustila projekt Velka koalicia za zru¢nosti apracovné miesta v oblasti IKT. . Pre
mikroelektroniku a nanoelektroniku mé zapojenie priemyslu do prildkania mladej generécie
v ranom $§tadiu jej vzdelavania rozhodujuci vyznam. Komisia bude okrem usilia priemyslu
a prislusnych iniciativ na regionalnej a vnutroStatnej urovni pokracovat’ v spolufinancovani
projektov programu Horizont 2020 s cielom rozvijat" a rozSirovat’ Skoliace a vzdelavacie
materidly o najnovsich technologidch v odvetvi mikroelektroniky a nanoelektroniky, ako aj
podporovat’ informa¢né kampane zacielené na mladych podnikatel'ov.

Eurdpska komisia navySe zavadza iniciativu Panorama zru¢nosti EU s aktualizovanymi
progndézami ponuky zrucnosti a potrieb pracovného trhu do roku 2020 s cielom zlepsit
transparentnost’ pre Europsku klasifikdciu zru¢nosti, kompetencii a povolani (ESCO) ako
spolo¢né rozhranie medzi svetmi zamestnania, vzdeldvania a odbornej pripravy a s cielom
podporit’ mobilitu.

Komisia sa bude spolu s vyskumnymi a technologickymi organizaciami, univerzitami
a vnutroStatnymi a regiondlnymi orgdnmi snaZzit’ spristupnit’ spolo¢né zariadenia a sluzby na
testovanie  askoré  experimentovanie s mikroelektronickymi  a nanoelektronickymi
technologiami zac¢inajicim podnikom, malym a strednym podnikom a pouzivatel'om v celej
Eurdpe.

NavySe sa prostrednictvom verejného obstardvania inovacii pohananych mikroelektronikou
a nanoelektronikou, ako je zdravotnicke zariadenie alebo bezpecnostné vybavenie, vytvoria
lepSie podmienky pre vyvoj na trhu v tychto oblastiach.

7.4. Medzinarodny rozmer

Europska komisia bude podporovat medzinarodni spolupracu v mikroelektronike
a nanoelektronike, najmd v oblastiach vzijomného uzitku, ako su medzinarodné
technologické planovanie, referencné porovnavanie, normalizacia, zdravotné a bezpecnostné
otazky spojené s nanomaterialmi®® a priprava na prechod na wafery velkosti 450 mm alebo
moderny vyskum v oblasti ,,za hranicami CMOS*.

Eurépska komisia bude pokracovat vo svojom usili o napredovanie smerom
k transparentnejSim  a globalnejSim podmienkam na medzinarodnych viacstrannych
a dvojstrannych forach prostrednictvom obmedzenia naruseni obchodu/trhu abude
podporovat’ priemysel v odvetvovych obchodnych rokovaniach a v prislusnych otdzkach,
ktoré si vyzaduju medzinidrodnu diskusiu, ako je napriklad problém nepraktizujiicich
subjektov.

8. ZAVERY

Eurdpa nemd, podobne ako v strategickych oblastiach, ako st letectvo alebo vesmir, Ziadnu
ind moznost’, ako sa angazovat’ v ambicioznej priemyselnej stratégii pre mikroelektroniku
a nanoelektroniku. V tomto oznameni sa navrhuje stratégia, ktora vychadza z europskeho

3 COM(2012) 572 final: Druhy prieskum regula¢ného ramca pre nanomaterialy.
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planu pre toto odvetvie. Podporuje sa inteligentna regionalna Specializacia a izka spolupraca
v celom hodnotovom a inova¢nom ret’azci.

Finanéné zdroje EU, vnatrostatne a regiondlne finanéné zdroje v tejto oblasti sa musia zladit
na dosiahnutie kritického mnoZstva potrebného na prilakanie investicii a najlepSich svetovych
talentov. Finan¢né zdroje sa sustredia na vedice klastre Eurdpy. Ich d’al$i rozvoj umozni
vSetkym eurdpskym podnikom bez ohladu na to, kde sidlia, vyuZzit’ tento najnovsi vyvoj
v odvetvi mikroelektroniky a nanoelektroniky. V prilohe akéného planu je zhrnuté, ¢o by sa
malo urobit’.
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PRILOHA

Hlavné opatrenia: Vykona: Kedy:

1 Viest' dialdg so zainteresovanymi stranami, zriadit' skupinu | Eurdpska komisia, | najneskor  do
veducich predstavitelov v odvetvi elektroniky s cielom | priemysel konca roku
vypracovat apomahat vykonavat eurdpsky priemyselny 2013
strategicky plan pre elektroniku.

Podporovat’ inteligentni Specializaciu, vyuzivat financné | Europska komisia, | priebezne — esSte
nastroje naplanované v europskych Strukturalnych | Clenské Staty sa posilni

a investi¢nych fondoch (fondy ESI) a v programe Horizont

2020.

Vramci memoranda o porozumeni podpisaného s EIB | Eurdpska 1. stvrtrok 2014
o kl'icovych  podpornych  technoldgiach ~ podporovat’ | investiéna banka,

prostriedky na zabezpecenie kapitalovych investicii do vyroby | priemysel

v Europe.

2 Prijat’ nariadenie Rady a spustit nova tripartitni spolocnu | Eurépska komisia, | na zaciatku roka

technologicktl iniciativu. ¢lenské staty, | 2014
priemysel
V ramci spolo¢nej technologickej iniciativy preskimat’, ako | Europska komisia, | 3. Stvrtrok 2013
by sa dalo zjednodusit’ a urychlit’ schvalenie Statnej pomoci aj | ¢lenské Staty,
prostrednictvom projektu spolocného eurépskeho zaujmu | priemysel
podla ¢lanku 107 ods. 3 pism. b) ZFEU.

3 Nepretrzity dialég s hlavnymi vyskumnymi a technologickymi | Eurépska komisia, | priebezne — este
organizaciami, regionmi a ¢lenskymi S§tatmi na posilnenie | ¢lenské Staty, | sa posilni
mikroelektronického a nanoelektronického ekosystému na | regiony, vyskumné
europskej arovni. a technologické

organizacie
V ramci programu Horizont 2020 spristupnit’ zadinajucim | vyskumné 1. Stvrtrok 2014
podnikom, malym astrednym podnikom, univerzitam | a technologické
apouzivatelom  spolo¢né  zariadenia na  testovanie | organizacie,
a experimentovanie v ranej faze. Europska komisia
Investovat’” do stavebnych kamenov (vzdelavanie, odborna | ¢lenské staty, | 1. Stvrtrok 2014
priprava); podporovat’ vhodné inZinierske prostredie v Europe. | akademicka obec az 4. stvrtrok

2020

4 Vypracovat’ a vykonavat’ stratégiu dopytu trhu (market-pull) | priemysel, ¢lenské | do 2. Stvrtroka
zamerani na elektronicky narocné vyrobky s pouzitim | Staty, regiony, | 2014
roznych nastrojov, ako je napriklad verejné obstaravanie. Europska komisia
Vypracovat’ politické opatrenia zamerané na zavedenie | Eurdpska komisia, | priebezne — eSte
rovnakych podmienok vo svete obmedzenim naruSeni | priemysel sa posilni
obchodu/trhu, a to aj v rdmci schodze vlad a organov tykajticej
sa polovodicov.
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